
<반도체>

수출호조 불구 수입의존율이“불씨"
9 4년 국내 반도체 수요는 3 3억달러로 전망되고, 이중 2 4 %인 7억8 7 0 0만달러는 국내 생산되고, 나머지

7 6 %인 2 5억달러가 수입에 의해 충당될 것으로 전망된다. 

9 3년에는 2 7억7 6 0 0만달러였고 국내공급이 3 0 %인 6억5 1 0 0만달러, 수입이 7 0 %인 2 1억2 5 0 0만달러로 수

입의존율이 7 6 . 5 %였다.

품목별 수입의존율을 보면 M P U등의 MOS Micro제품이 93%, Bipolar Digital IC가 9 4 %로 가장 높고,

MOS Memory제품은 2 7 %의 수입의존율을 나타내 가장 낮은 품목으로 나타났다. 

또 A n a l o g제품은 6억달러의 시장규모로 이중 4억7 4 0 0만달러를 일본등에서 수입해와 7 9 %의 수입의

존율을 나타냈다. 

현재 국내 Analog IC 시장은 O p - A m p가 주류를 형성하고 있으나, System기능의 다양화 및 다기능

화에 대응한 고기능 Linear IC, Analog+Digital 통합 Linear IC 및 저소비전력 Linear IC등 고부가가

치 상품으로의 시장영역이 점차 확대되고 있다. 

반도체장비 97% 수입
국내 반도체기업들은 반도체 장비를 대부분 수입하고 있는데 국내생산 1 3 %를 제외하고, 일본 4 5 % ,

미국 38% 기타 국가에서 3% 수입하고 있다. 

국내에서 생산되고 있는 반도체 장비를 보면, Stepper는 N i k o n·Cano ndl A/S Center가운영하고 있

고, Coater & Developer 와 Wafer Cleaning St.는 D N S와 삼성이 천안공장에서 9 4년4월부터 생산하고

있다.

또 Wafer Cleaning St.는한양기공과 한주가 자체기술로 생산하고 있다. 

A s h e r / S t r i p p e r는 P S C가 금융과 합작하여 송탄공장에서 9 2년부터 생산하고 있다. Etcher은 K A M이

단독으로 진입하여 기술센터를 운영하고 있다. Furnace/LP CVD는 보성과 K o k u s a i가 합작으로 9 4년

8월부터 생산하고 있으며, PE CVD는 A M K가 단독으로 진출해 9 5년3월부터 생산에 들어갈 것으로

알려졌다.

Ion Implanter와 S p u t t e r는 V a r i a n과 C . S . E n g가 합작으로 송탄공장에서 9 1년부터 생산중이다. 

T e s t e r ( A T E )는 외국기업들이 합작투자를 통해 시장참여를 시도하고 있고, Test er Handler는 현재

S y m t e k과 A j u생산하고 있으며, 미래사가 자체 기술로 생산하고 있다. 
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( 1 0 0 )

4 5 6( 1 6 . 4 )
( 1 0 0 )

4 7 3( 1 7 . 0 )
( 1 0 0 )

1 1 2( 4 . 0 )
( 1 0 0 )

2 , 7 7 6( 1 0 0 . 0 )
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【표1】국내 반도체 수급현황 (단위 : 100만달러, %) 【그림1】반도체재료 시장 규모
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Wafer Prober는 외국기업들이 기술제휴형식으로 합작투자를 진행시키고 있어 9 5년에는 한두개 기업

이 생산에 들어갈 것으로 전망된다. Burn-in Sys.는동일이 외국기업과 기술제휴를 하고 있다.

검사기구는 국내기술이 아직 선진국 수준에 미치지 못하고 있으며, 시장규모가 틈새시장으로 투자가

치가 없어 대부분 해외에서 수입하고 있다. 

조립용장비의 경우 Die/Wire Bonder는 대석기업이 일본의 도시바와 기술제휴하여 생산하고 있다.

Packing System은 한미가 8 8년부터 독자기술로 생산하고 있고, 삼성이 T o w a와 합작으로 9 5년부터

생산에 돌입하기 위해 모든 준비작업을 완료한 것으로 알려지고 있다. 

Making M/C는 동양반도체장비가 9 0년부터 자체기술로 생산하고 있다. 

조립용 관련장비는 국내 패키지기술이 세계 정상급으로 중국·필리핀·포르투갈에 기술을 이전하고

있다. 

Gas Supply Sys.은 한양과 한국자동화가 8 8년부터 생산하고 있으며, Gas Scrubber는 한양이 8 9년부

터 독자기술로 생산하고 있다. 

Thermo Chamber는 신성이 9 0년부터 독자기술로 생산하고 있으며, MFC는 한양과 T y l a n이 합작으

로 9 4년부터 생산하고 있다. 

Dry Pump는 성원이 E d w a r d와 합작으로 9 4년7월부터 운영하고 있고 E b a r a는 성원 단독으로 9 4년3

월부터 운영하고 있다. Burn-in Board는동일이 N a n o와 합작으로 9 2년부터 생산하고 있다. 

원자재 시장규모 28.6% 성장
반도체 원자재시장은 9 3년 9억4 5 0 0만달러에서 9 4년 1 2억1 6 0 0만달러로 추정돼 큰폭으로 시장이 확대

되고 있으며 수입의존도도 9 0년 6 8 %에서 매년 감소, 94년은 5 2 %로 전망된다. 

반도체재료의 공급현황을 보면, 국내생산이 3 7 %이고 나머지는 수입충당하고 있는데 일본 37%, 미

국 21%, 기타 국가가 5 %를 나타내고 있다. 

반도체재료의 생산은 Silicon Wafer의 경우 M E M C·포항제철·삼성이 6인치와 8인치를 제조하고 있

【그림2】반도체재료 국가별
수입 비중( 1 9 9 3 )

【그림3】반도체재료구성비
(1993, 제품별)
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다. 

Photo Mask는 D u p o n t이 9 2년부터 단독으로 시장에 참여해 마케팅을 강화하고 있고, 삼성전자가 생

산하고 있다. 

Photo Resist는 한독이 H o e c h s t와 합작으로 8 8년부터 생산하고 있으며 Wet Chemical은 동양과

S u m i t o m o가 9 3년부터 생산하고 있다. 

Specialty Gas는 한국가스가 D a c a c h i o와 합작으로 8 6년부터 생산하고 있다. 

반도체 패키지재료의 경우 Lead Frame은 삼성과 풍산금속이 미국기업과 기술제휴로 생산하고 있으

며, Wire는 한양이 H e r a u s와 합작으로 8 6년부터 생산하고 있고 미경사도 영국의 Robert Fleming과

합작으로 8 6년부터 생산하고 있다. 

P a c k a g e는 고려화학과 동진화성이 8 8년부터 E M C를 생산하고 있고, 제일모직은 9 4년부터 생산에 들

어갔다.

<화학저널 1 9 9 4 / 1 2 / 1 >


